【Hybrid と同じ呼称は付くが、中身は全く別物の2種類のLens】
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 結論から最初に言おう。Wafer Level のHybrid Lensは「アイデア倒れ」で「量産性・性能向上の具現化」に配慮されていない、『筋の悪い部品』の好例である。

　本文からリンクできる比較表は、過去のセミナーで公開した資料を纏めたものであるが、Single Base GlassとWafer Level のHybrid Lensの間には、下記の違いがある。

1 ) Wafer Level type では、8 in ないし12 in のWafer形状のGlassがコアとなる。この

サイズになると強度確保のため、厚さは8 inで0.4mm程度、12 inで0.7mm程度必要

となる。一方、Single typeは、サイズ的に数mm程度のサイズで良いので、厚さは0.1

~ 0.2mm で十分である。Hybridでは、コアGlassの存在により、レンズ形状の自由度

は高く無いが、コアガラスの厚さが必要なWafer Level typeはより自由度が低くなる。

　光学性能を高めるためには、断面形状が三日月型の「メニスカス」レンズがメインカ

メラ用モジュールでは必須になる。この面から、Wafer Level type Hybridはメインカメ

ラ用途としては、好ましくないと言わざるを得ない。

2 ) 同じく、8 in , 12 in のGlassをベースにする事により発生する問題として、Diskの反

りによる周辺部の不良が挙げられる。一般仕様では、このサイズでの反りは100μm程

度であるが、この仕様では光学用としては不適であるため、50μm或いはそれ以下の物

が必要となる。「平滑度を上げる加工をすれば良い」と考えるとしたら、その時点で事業

的に言うと筋が悪すぎると言わざるを得ない。同じ価格で出来れば、幾ら精度を上げて

も構わないのである。「真空で引けば良い」と考える人も居るだろう。しかし、それは、

製法を理解していない発言である。確かに、「片面レンズ」の場合は真空で引くことも可

能であるが、両面レンズの場合は後から構成する曲面を形成する時は、真空で引くわけ

にはいかない。よって、Wafer typeではDiscの周辺部は良品が取れないと結論付けられ

る。これに対し、Single typeは数mmのベースなので、反りの影響は光学特性には影響

しない。

3 ) 次に問題となるのが、複数枚のレンズを構成する際のコストである。Hybrid Lensで採

　用されている樹脂は、硬度が低いため、一般には「コバ」を一体成型することはできな

い。そのため、レンズ枚数が複数枚になった場合には、コバの役割を果たす「Spacer」

を使う必要がある。このSpacerは、ガラスディスクにレンズの取り個数分の穴をあけた

ものである。この様な加工をしたGlass Diskは一般的には数万円する。仮に、1 Diskで
2000Pのレンズが出来るとしても、Spacerのコストは1 Lens辺り10数円になり、計算

して貰えば分かるが、レンズの樹脂材料費より遙かに高額である。これに対し、Single

タイプでは、LCPや金属のワッシャーをSpacerにできるので、数十銭でできる。Lens

枚数が増加すると、Spacer枚数が増え、コスト差はより大きくなる。

4 ) Wafer Levelの更なる問題として、「個片化」する際の不良発生が挙げられる。現存する

WLO Hybrid Lensでは、個片化する際の工夫は全く無い。「先端的技術でレンズを開発」
する、これは「量産設計」とは言わない。量産設計とは、大量に品質よく物作りを行う

ことまで視野に入れていて初めて「設計」と呼べる。これが、「物造りの原点」なのであ

る。何が、問題かと言うと、単に個片化すれば良い！と考えているため、Bladeによる

Dicing で個片化している。ここまで、言って分からない人は「設計」が分かっていない

ので本当は細かく解説するのも煩わしいくらいであるが、敢えて説明すると、Blade 

DicingではWet洗浄しながら切るので、砥石の粉やCore Glassのチッピングがレンズ

上を流れ付着すると「シミ不良」の原因となる。また、Bladeの幅が当然必要となるので、

レンズの外形寸法の精度が落ちる。これでは、メインカメラの様に性能を重視するもの

には到底使えない。これに対し、Single typeでは最初から「個片」なので、切る時の問

題は生じない。
5 ) 更に問題はある。ここまで記述すると「現状の設計・製法」ではWafer Level Hybrid Lens

　は使い物にならない、と結論付けてしまっても良いのであるが、筋が悪いとは言え、こ

のタイプのレンズはカメラモジュールのリフロー市場を具現化した点での貢献は大であ

るため、それに敬意を表して、その問題を説明する。それは、Wafer Level typeの樹脂

のピール強度がSingle typeより遙かに弱い点にある。具体的にどの程度違うか、それは

分からない。「そんな無責任な！」と言われるかもしれない。しかし、理論的に工夫でき

る手法が限られるからである。Single typeでは工夫の余地が十分ある。この違いは形状

による物ではなく、「権利」によるものであるため、ノウハウが含まれると思うので、こ

の公開文書上では述べないが、セミナーでは推察の範囲で解説する。（当然、Single Lens

メーカーは斯様なノウハウは公開しないので、あくまで個人的な考察である。信じる・

信じ無いは聞いた人の自由である）

以上の様に、同じ「Hybrid」とついてはいるが、中身は全く異なるものである事が理解頂けたかと思う。ユーザーは、部品に関しては「プロ」ではない。言われるがままに、部品を使うのではなく、「プロ」なら自分の頭で考えて部品を選定すべきだと思う。そうしないと、その部品を使え！と言ったユーザーに結果的には信用されなくなるだけである。VOCとは、「素直に顧客の言い分を聞くこと」ではなく、松下幸之助翁の言われた通り、「顧客の欲しがる物を造るな！、喜ぶ物を造れ！」が本来の意味だと思う。この点は、拙著でも
詳しく述べている。

· 比較表はJPEGのため解像度が低くなっています。高解像でみたい場合は、セミナー資料サンプルをご覧下さい。
注）本考察は、あくまでも私見である。この分析は、広開されている情報、インターネットで入手できる情報、セミナー等で発表されている情報、等から設計的に分析し所見を述べている。よく、この様な内容を「ノウハウ」と称する人もいるが、上記の様に公開情報から集大成しているのでノウハウでも何でもない。むしろ、「どこに情報があるのか」見つける術が『本当のノウハウ』である。公開情報が「偶然」見つかる場合も稀にはあるが、情報を入手する方法を把握していないと、的確な分析はできない。
